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Beschreibung 

Bezeichnung der Erfindung: Metalltrager (Leadframe) zur 
Kontaktierung elektrischer oder optoelektronischer 
Bauelemente . 

Die Erfindung betrifft einen Metalltrager (Leadframe) zur 
Kontaktierung elektrischer oder optoelektronischer 
Bauelemente gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Es sind Metalltrager bekannt, die der Kontaktierung eines 
elektrischen oder optoelektronischen Bauelements dienen und 
hierzu eine Vielzahl von Kontaktbeinchen bereitstellen, liber 
die das Bauelement elektrisch kontaktiert werden kann. Dabei 
werden zwischen den Kontaktbeinchen des Metalltragers und 
Kontaktpads des Bauelements jeweils Bonddrahte gesetzt. 
Derartige Metalltrager werden auch als Leadframes bezeichnet. 

Die fertige Anordnung von Leadframe, Bauelement und 
Bonddrahten wird tiblicherweise mit einem Vergufrmaterial 
vergossen. Beispielsweise ist aus der DE 199 09 242 Al eine 
Anordnung bekannt, bei der ein Leadframe mit einem opto- 
elektronischen Wandler in einem an einer Seite offenen 
Modulgehause positioniert und mit einem lichtdurchlassigen, 
formbaren Material vergossen wird. Eine Lichtein- oder 
Auskopplung erfolgt uber eine Lichtleitf aser , die an einem 
Stutzen des Modulgehauses angekoppelt wird. Auf dem Leadframe 
befindet sich auch der Treiberbaustein bzw. Empf angsbaustein 
fur den opto-elektronischen Wandler. Die Kontaktbeine des 
Leadframes treten an der offenen Seite aus dem Gehause 
heraus . 

Es besteht nun das Problem, das die Bondverbindungen wahrend 
des Fertigungsprozesses aufgrund von Schwingungen und 
Vibrationen des Leadframes beschadigt werden konnen . Diese 
Gefahr besteht insbesondere zu einem Zeitpunkt des 
Fertigungsprozesses, zu dem die fertige Anordnung noch nicht 
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mit einem VerguIJmaterial vergossen ist. Urn Schadigungen der 
Bondverbindungen aufgrund von Schwingungen und Vibrationen 
wahrend des Fertigungsprozesses moglichst zu vermeiden, 
werden die Bondverbindungen moglichst weit weg vom 
5 Leadf rameende und somit gleichzeitig aber auch weit weg von 
dem zu kontaktierenden Bauelement (z.B. Treiber-IC) gesetzt. 

Eine solche Maftnahme ist mit dem Nachteil verbunden, dass die 
Bondverbindungen besonders lang und dementsprechend anfallig 
10 sind. 

a Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Metalltrager (Leadframe) zur Verfugung zu stellen, der sich 
durch vorteilhafte mechanische Eigenschaf ten auszeichnet und 

15 insbesbesondere die sichere Realisierung kurzer und 
widerstandsf ahiger Bondverbindungen erlaubt . 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafl durch einen Metalltrager mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost . Bevorzugte und 
20 vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen angegeben . 

Danach zeichnet sich die erf indungsgemafte Losung dadurch aus, 
dass mindestens zwei Kontaktbeinchen des Metalltragers 
(Leadf rames) durch mindestens eine elektrisch nichtleitende 
Struktur miteinander verbunden werden. Hierdurch wird eine 
mechanische Stabilisierung des Leadf rames erreicht: die 
Anfalligkeit gegenuber Schwingungen und Vibrationen wird 
stark reduziert und Relativbewegungen der Kontaktbeinchen 

30 zueinander werden ausgeschlossen. Die auf diese Weise erhohte 
mechanische Stabilitat eroffnet die Moglichkeit, die 
Bondverbindungen an den Enden der Kontaktbeinchen, also 
benachbart des zu kontaktierenden Bauelements zu setzen. 
Hierdurch lassen sich kurze und dadurch widerstandsf ahige 

35 Bondverbindungen realisieren. 
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In einer bevorzugten Ausgestaltung cler Erfindung besteht die 
nichtleitende Struktur aus einem sprit zfahigen 
Kunststoff material , mit dem mindestens zwei Kontaktbeinchen 
umspritzt sind. Es kann dabei ein beliebiger Sprit zguflfahiger 
Kunststoff eingesetzt werden, beispielsweise PBT 
(Polybutylenterephthalat ) . Auf diese Weise kann die 
nichtleitende Struktur in einfacher, kostengiinst iger und 
effektiver Weise bereitgestellt werden. 

Bevorzugt ist die nichtleitende Struktur in Form mindestens 
eines Steges ausgebildet, der jeweils mindestens zwei 
Kontaktbeinchen miteinander verbindet. Der Steg verlauft 
dabei mit Vorteil im wesentlichen senkrecht zur Langsrichtung 
der Kontaktbeinchen, d.h. es werden Querverstrebungen 
zwischen den Kontaktbeinchen bereitgestellt , was Vibrationen 
ef f ektiv reduziert . 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung sind die Bondbereiche 
der Kontaktbeinchen zumindest in der Mehrzahl im Bereich der 
Enden der Kontaktbeinchen angeordnet sind, die benachbart 
einem zu kontaktierenden Bauelement liegen, so dass kurze 
Bondverbindungen realisiert werden konnen. Dies wird durch 
die erf indungsgemalie Stabilisierung des Leadframes gerade 
ermoglicht . 

Es sind zahlreiche Anordnungen von nicht leitenden Strukturen 
in einem Leadframe denkbar. Beispielsweise sind mehrere 
stegformige Strukturen nebeneinander und/oder parallel 
zueinander und oder versetzt zueinander angeordnet. Die 
stegformigen Strukturen konnen dabei eine unterschiedliche 
Lange aufweisen, so dass ggf. eine Vielzahl von 
Kontaktbeinchen durch eine Struktur miteinander verbunden 
sind. 

Bevorzugt ist die thermische Ausdehnung der nicht leitenden 
Struktur an die thermische Ausdehnung einer Vergufimasse 
angepasst, mit der der Metalltrager und das Bauelement nach 
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fertiger Montage vergossen werden. Hierdurch wird erreicht, 
dass die Verbindung der nichtleitenden Struktur mit der 
umhullenden Verguftmasse temperaturbestandig ist und k'eine 
inneren Diskontinuitaten auftreten. Auch sonst sind die 
5 physikalischen Eigenschaf ten von nichtleitender Struktur und 
umhiillender Verguftmasse moglichst gut aneinander angepasst, 
beispielsweise hinsichtlich des Haf tungskoef f izienten . 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die 
10 Figuren der Zeichnung anhand eines Ausf uhrungsbeispiels naher 
erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 ein Leadframe mit einer Mehrzahl von 

Kunststoffstegen, die einzelne Beinchen des 
15 Leadframes mechanisch miteinander verbinden und 

Figur 2 ein Leadframe gemaft dem Stand der Technik. 

Ein in Figur 2 dargestellter , her kommlicher Metalltrager 1 
20 zur Kontaktierung elektrischer oder optoelektronischer 
Bauelemente (Leadframe) weist eine Vielzahl von 
Kontaktbeinchen bzw. Leadf ramebeinchen 11, 12, 13 auf. 
Dargestellt ist das einem zu kontakt ierenden Bauelement 
benachbarte Ende A der Kontaktbeinchen 11, 12, 13. Das andere 
l^lfc, Ende erstreckt sich in Richtung des aufteren Randes des 

Leadframes zur weiteren Kontaktierung der Kontaktbeinchen, 
etwa mit den elektrischen Leitungen einer Schaltungsplatine . 

Ein zu kontaktierendes Bauelement ist auf einer 
30 Auf nahmef lache 2 des Leadframes 1 montiert. Bei dem 

Bauelement (nicht gesondert dargestellt) kann es sich um ein 
beliebiges elektrisches oder opto-elektronisches Bauelement 
handeln. Beispielsweise handelt es sich um ein opto- 
elektronisches Modul mit einer Laserdiode und/oder einer 
35 Empf angsdiode zur Ein- und Auskopplung optischer Signale, das 
in einem Gehause angeordnet wird, wie es in der DE 199 09 242 
Al beschrieben ist. Die Auf nahmef lache 2 weist einen 
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Bef estigungsarm 21 auf, der sich ebenfalls zum aufteren Rand 
des Leadframes erstreckt . 

Die einzelnen Leadf ramebeinchen 11, 12, 13, die 
Auf nahmef lache 2 und der Bef estigungsarm 21 bestehen aus 
einem leitenden Material und sind in an sich bekannter Weise 
aus einer Metallfolie, beispielsweise durch Stanzen oder 
Atzen hergestellt. Alternativ umfasst das Leadf rame 1 
ausschliefilich die Kontaktbeinchen 11, 12, 13 und ist die 
Auf nahmef lache 2 fur das Bauteil als gesondertes Teil 
vorgesehen . 

Die Leadf ramebeinchen 11, 12, 13 weisen eine gewisse Breite 
auf, so dass auf ihnen jeweils ein Kontaktbereich 3 (Bondpad) 
zur Kontaktierung des einen Endes eines Bonddrahts realisiert 
werden kann. Es ist jedoch ebenso moglich, dass die gesamte 
Leadf rameoberf lache, z.B. durch Komplettversilberung, ohne 
zusatzliche spezielle Vorbereitungen bondbar ist. 
Das andere Ende des Bonddrahts ist mit einem Kontaktpad 4 
verbunden, das dem zu kontakt ierenden Bauelement zugeordnet 
ist und sich auf der Auf nahmef lache 4, einem weiteren Trager 
oder auf dem Bauelement direkt befindet. In Figur 2 ist der 
Ubersicht halber lediglich ein Bonddraht 5 dargestellt . Die 
weiteren Kontaktbeinchen 12, 13 sind ebenfalls uber 
Bonddrahte mit einem zu kontaktierenden Bauelement verbunden. 

Wahrend des Fert igungsprozesses wirken auf die 

Leadf ramebeinchen 11, 12, 13 Schwingungen und Vibrationen, 

die zu Schadigungen der Bondverbindungen 5 fiihren konnen. Das 

Problem tritt insbesondere in einer Phase des 

Fert igungsprozesses auf, zu dem noch kein abschlieftender 

Vergufi der fertig montierten Anordnung mit einem 

Vergussmaterial erfolgt. Nach einem solchen Vergufi sind die 

Bondverbindungen gesichert . Urn vor dem Vergufi Schadigungen 

der Bondverbindungen zu vermeiden, sind die Bondverbindungen 

wie in Figur 2 dargestellt moglichst weit weg vom 

Leadf rameende A gesetzt, d.h. moglichst weit weg von dem zu 
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kontaktierenden Bauelement und moglichst nahe am aulieren 
Rande des Leadframes, wo die Schwingbelastung am kleinsten 
ist . 

Die Figur 1 zeigt nun eine erf indungsgemafle Anordnung. Danach 
sind jeweils mindestens zwei Leadf ramebeinchen 11, 12, 13, 14 
mit einer Kunststof fstruktur 61, 62, 63 verbunden, bei der es 
sich im dargestellten Ausf iihrungsbeispiel jeweils um einen 
quer zur Langsrichtung der Kunststof fbeinchen verlaufenden 
Steg aus einem elektrisch nicht leitenden, spritzf ahigen 
Material handelt. Zur Herstellung der Kunststof fstege 61, 62, 
63 werden die einzelnen Kontaktbeinchen 11, 12, 13, 14 in 
einfacher Weise mit einem geeigneten Kunststof f material , etwa 
PBT ( Polybutylenterephthalat ) umspritzt. Anschlieftend erfolgt 
das Bonden zwischen den Kontaktbeinchen 11, 12, 13, 14 und 
den zugeordneten Kontaktpads eines zu kontaktierenden 
Bauelementes (nicht dargestellt ) , das auf einer 
Auf nahmef lache 2 angeordnet ist. 

Durch die Querstege 61, 62, 63 erfolgt eine erhebliche 
mechanische Stabilisierung der Leadf ramebeinchen 11, 12, 13, 
14 gegeniiber Schwingungen und Relativbewegungen zueinander. 
Dies ermoglicht es, die Bondverbindungen nun an den Enden A 
der Leadf ramebeinchen 11, 12, 13, 14 zu verwir klichen . 
Dementsprechend sind die Kontaktpads 3 jeweils an den Enden 
der Leadf ramebeinchen 11, 12, 13, 14 angeordnet. 

Wie in Figur 1 zu erkennen ist, konnen die einzelnen 
Leadf ramebeinchen eine unterschiedliche Lange aufweisen und 
auch in unterschiedlicher Entfernung zum zu kontaktierenden 
Bauelement bzw. dessen Auf nahmef lache 2 verlaufen. Der 
Verbindungssteg 61 oben rechts in der Anordnung der Figur 1 
ist mit dem Bef estigungsarm 21 der Auf nahmef lache 2 
verbunden . 

Der Verguft der fertigen Anordnung erfolgt mit einem 
VergufJmaterial , beispielsweise einem transparenten Optoharz. 



200350121 / IT522 



7 

Die vergossene Anordnung wird bevorzugt derart in einem 
Gehause angeordnet, dass die Kunststof f stege 61, 62, 63 sich 
innerhalb des Gehauses befinden und nach aufien nicht sichbar 
sind. 

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausgestaltung nicht 
auf das vorstehend dargestellte Ausf uhrungsbeispiel . 
Grundsatzlich konnen beliebige Ausgestaltungen von Leadframes 
und Verbindungselementen vorgesehen sein. Wesentlich fur die 
Erfindung ist allein, dass mindestens zwei Kontaktbeinchen 
des Leadframes, wobei ein solches Kontaktbeinchen auch ein 
Bef estigungsarm einer Auf nahmestruktur sein kann, mittels 
einer elektrisch nicht leitenden Struktur mechanisch 
rniteinander verbunden sind. 
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Patcnt^ nspruche 

1. Metalltrager (Leadf rame) zur Kontaktierung elektrischer 
oder optoelektronischer Bauelemente mit einer Vielzahl 
von Kontaktbeinchen, die jeweils mit einem Ende eines 
Bonddrahts zur Kontaktierung eines Bauelements verbindbar 
sind, 

gekennzeichnet durch 

mindestens eine elektrisch nichtleitende Struktur (61, 
62, 63) , die mindestens zwei Kontaktbeinchen (11, 12, 13, 
14) mechanisch miteinander verbindet. 

2. Metalltrager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dass die nichtleitende Struktur 
(61, 62, 63) aus einem spritzf ahigen Kunststof fmaterial 
besteht, mit dem mindestens zwei Kontaktbeinchen (11, 12, 
13, 14) umspritzt sind. 

3. Metalltrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die nichtleitende Struktur 
in Form mindestens eines Steges (61, 62, 63) ausgebildet 
ist, der jeweils mindestens zwei Kontaktbeinchen (11, 12, 
13, 14) miteinander verbindet. 

4. Metalltrager nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Steg (61, 62, 63) im 
wesentlichen senkrecht zur Langsrichtung der 
Kontaktbeinchen (11, 12, 13, 14) verlauft. 

5. Metalltrager nach mindestens einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bondbereiche (3) der Kontaktbeinchen (11, 12, 13, 14) 
zumindest in der Mehrzahl im Bereich der Enden (A) der 
Kontaktbeinchen angeordnet sind, die benachbart einem zu 
kontakt ierenden Bauelement liegen. 
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6. Metalltrager nach mindestens einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mehrere stegformige Strukturen (61. 62 , 63) nebeneinande 
und/oder parallel zueinander und oder versetzt zueinande 
vorhanden sind. 

7. Metalltrager nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet , dass die stegf ormigen Strukturen 
(61, 62, 63) eine unterschiedliche Lange aufweisen. 

8. Metalltrager nach mindestens einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
thermische Ausdehnung der nichtleitenden Struktur (61, 
62, 63) an die thermische Ausdehnung einer Vergulimasse 
angepasst ist, mit der der Metalltrager (1) und das 
Bauelement nach fertiger Montage vergossen wird. 



FIG 1 




FIG 2 




